Doppelseitig gekiihltes
Leistungsmodul

[T167, Thermomanagement fir Leistungselektronik und
Recheneinheiten]

Kurzbeschreibung

Gehause fur Leistungshalbleiter missen eine Warme-
abfuhr von beiden Seiten des Chips gewahrleisten. Eine
Moglichkeit dafur stellt eine "DCB-Sandwich"-Struktur
dar. Hierbei wird der Chip zwischen zwei direkt gebun-
denen Kupfersubstraten (DCB) platziert, die eine elektri-
sche Verbindung und ausreichende Warmeabfuhr an
die Umgebung erméglichen.

Vorteile und Ziele der Technologie

Eine Verdopplung der aktiven Kihlflache der Halbleiter
fahrt zu einer deutlichen Verbesserung bezuglich der
Leistungsdichte: Potenzial fur Leistungssteigerungen um
ca. 40 % im Gegensatz zu Leistungsmodulen mit nur
einseitiger Kiihlung, ohne den Einsatz von teuren
Wadrmeleitmaterialien oder Substraten im Warmestapel.
Zudem ermdéglicht die Technologie eine Steigerung der
Temperatur des Kiihimediums, wodurch ein kompak-
terer Luftwarmetauscher ermdglicht wird. Die Nenn-
stréme von IGBT-Modulen (Bipolartransistor mit
isolierter Gate-Elektrode) mit dem bewerteten beid-
seitigen Kuhlsystem kénnen um ca. 33% erhdht
werden im Vergleich zu einseitigen Kihllésungen, bei
gleichem KuhImitteldurchsatz.

Hemmnisse der Einfiihrung

Die Verfligbarkeit von Halbleitern zum beidseitigen
Loten oder Sintern mit optimiertem Pad-Layout,
angepasstem DCB-Layout sowie Verkapselungstechno-
logien zur Erzielung entsprechender Isolationsfahigkeit,
der Montagetechnologie und der Abdichtung von Kiihl-
kanalen stellt ein Hemmniss dieser Technologie dar.
Zuverlassigkeitsthemen sind das Ermidungs-/ Kriech-
verhalten der Halbleiter-Substrat-Kontakte, die mecha-
nische Stabilitat der DCBs und die thermomechanische
Fehlanpassung zwischen den aufgebrachten Materia-
lien. Beim Einsatz dieser Technologie mit SiC-Halbleitern
sind deren Wechselwirkungen zu bertcksichtigen.
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Konkurrierende Technologien
Einseitige Kihlung

Einsatzbereich

Diese Technologie wird zur Kihlung von Leistungs-
elektronik eingesetzt.

Zuordnung zu Kompetenzen

Leistungselektronik; Kuhltechnik; Aktuell erfolgt die
Herstellung durch Infineon. Fur kleinere und mittlere
Unternehmen gibt es daher kein Potential in diesem
Gebiet.
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